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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine elektrisch© Siche- 
rung mit zwei gegebenenfalls plattierten Kontaktfla- 
chen als Zuleitungen und einem auf die KontaktflS- 
chen aufgeschweiBten oder aufgebondeten 
Schmelzdraht sowie ein Herstellungsverfahren. 
Eine solche Sicherung ist aus FR-A-2 528 617 
bekannt. 

Das Aufschwei/3en bzw. Aufbonden von 
Schmelzleitern auf Kontaktfla'chen ist insbesondere 
bei Sicherungen besonders zu bevorzugen, die in 
sogenannter SMD-Technik zum BestGcken einer 
Leiterplatte Oder dergleichen verwendetet werden 
sollen. Dabei wird der Grundkorper der Sicherung 
auf die Platine aufgeklebt und anschlie/tend in ei- 
nem Schwallbad Lot zur Verbindung der auf der 
Platine aufstehenden Kontaktflachen zugegeben 
oder eine an dieser Steile vorher aufgebrachten 
Lotpaste durch eine Erwarmung zum Schmelzen 
gebracht. Im Ergebnis wird die elektrische Siche- 
rung annahernd auf Weichlottemperatur gebracht, 
so da/3 Weichlotungen zum Befestigen des 
Schmelzleiters unterbrochen oder in sonstiger Wei- 
se verandert werden konnen. Insbesondere ist eine 
Legierungsbildung durch Diffusion oftmals zu beob- 
achten, wodurch die Charakteristik der Sicherung 
moglicherweise verandert wird, zumindest jedoch 
eine Alterung einsetzt. 

Wenn die Verbindung zwischen dem Schmelz- 
leiter und den Kontaktflachen durch Schwei/ten 
oder Bonden hergestellt wird, werden diese nach- 
teiligen Erscheinungen beim AnISten der Sicherung 
auf eine Platine vermieden. Allerdings ist das Auf- 
schwei/ten bzw. Aufbonden von SchmelzdrShten 
auch mit Nachteilen verbunden. Fur beide Fuge- 
techniken ist ein gewisser Druck auf den Schmelz- 
leiter und die jeweilige Kontaktflache erforderlich, 
wobei der Schmelzleiter und gegebenenfalls das 
Grundmaterial der Kontaktflachen bzw. eine dort 
aufgebrachte Plattierung mehr oder weniger stark 
verformt werden. Eine derartige Verformung kann 
zu Rissen und insbesondere zu Mikrorissen fuhren, 
die sich im Laufe spaterer Beanspruchungen aus- 
breiten konnen. Mit jeder Beanspruchung der elek- 
trischen Sicherung ist nSmlich eine Dehnung des 
Schmelzleiters und eine abschlie/tende Schrump- 
fung verbunden, so da/3 die Schwei/3- oder Bond- 
stelle bei jedem Einschaltzyklus eines Gerates, fGr 
das die Sicherung eingesetzt ist, mechanisch bean- 
sprucht wird. Insbesondere Mikrorisse konnen sehr 
schlecht im Anfangszustand entdeckt werden, da 
sie zunachst volleitend sind, also Ober die Kontrolle 
der elektrischen Werte ihr Auffinden nicht moglich 
ist. Selbst eine Betrachtung in einem optischen 
Mikroskop ist keine Garantie dafGr, da/3 derartige 
Beschadigungen erkannt werden. 


Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Sicherung 
der eingangs genannten Art sowie ein Verfahren zu 
ihrer Herstellung vorzuschlagen, bei deren Verwirk- 
lichung trotz eines Schwei/3- oder Bondvorgang s 

5 ein zuverlSssiger Kontakt des Schmelzleiters an 
den Kontaktflachen hergestellt wird, der auch durch 
mechanische Beanspruchungen in Folge der Ein- 
schaltzyklen seine Ausgangsqualitat behalt, so da/3 
die entsprechend gefertigte Sicherung nicht vom 

70 Ausfall einer Beschadigung im Verbindungsbereich 
zwischen dem Schmelzleiter und den Kontaktfla- 
chen bedroht ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe schlSgt die Erfin- 
dung bezQglich einer Sicherung vor, dafl der 

75 Schmelzdraht im Schweii3- oder Bondbereich Gber 
die eigentliche Kontaktzone hinaus ummantelt ist. 
BezOglich des Verfahrens schlagt die Erfindung 
vor, da/3 nach dem Anschweiften bzw. Bonden des 
auf seiner gesamten Lange ummantelten Schmelz- 

20 leiters auf die Kontaktflache der Schwei/3- oder 
Bondbereich mit einer atzfesten Schutzabdeckung 
versehen wird und anschlie/tend der Mantel in den 
Bereichen au/terhalb der Schutzabdeckung wegge- 
Stzt wird. 

25 Die beim Schwei/ten bzw. Bonden unvermeid- 

bare Verformung des Schmelzleiters tritt selbstver- 
standlich auch bei einem Schmelzleiter auf, der 
aus einem Kerndraht und aus einer Ummantelung 
besteht. Wenn jedoch, wie erfindungsgema/3 vorge- 

30 sehen, die Ummantelung Uber den eigentlichen 
Schwei!3- oder Bondbereich hinaus vorhanden ist, 
ergeben sich trotz einer Verquetschung des ge- 
samten Schmelzleiters im eigentlichen Verbin- 
dungsbereich daneben ausreichende Leitungsquer- 

35 schnitte, die dafGr sorgen, da/3 sich z.B. ein Mikro- 
ri)3 im eigentlichen Verbindungsbereich nicht aus- 
wirkt, da Gber die Ummantelung ein ausreichend 
groflflachiger Strompfad vorhanden ist, der alle in 
Frage kommenden elektrischen Strome ohne Aus- 

40 fallerscheinungen bis in den ummantelten Bereich 
unmittelbar neben der eigentlichen FQgestelle lei- 
tet. Au/3erhalb dieses Bereiches h5rt die Ummante- 
lung auf, so da/3 von dieser Steile bis zu der 
FGgestelle des anderen Schmelzdrahtendes ledig- 

45 lich der Kerndraht existiert. Dieser wird zuverlassig 
und unter alien Bedingungen ausreichend mit der 
jeweils zugehorigen Kontaktflache elektrisch ver- 
bunden. 

Das Ummanteln von Schmelzleitern ist fur sich 
50 gesehen nicht neu (siehe z.B. DE-A-2 220 370). 
Insbesondere zur Beeinflussung der Charakteristik 
werden z.B. Silberkerndrahte mit ZinnumhGllungen 
oder dergleichen versehen, urn Gber eine Schmelz- 
punktabsenkung infolge einer Legierungsbildung 
55 zwischen diesen beiden Metallen ein verandertes 
Abschalten herbeizufGhren. Bei der Erfindung wird 
jedoch die Ummantelung nicht fur die Ausbildung 
der Charakteristik eingesetzt, sondem einzig und 
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allein zur Verbesserung der Kontaktierung zwi- 
schen dem Kerndraht des Schmelzleiters und den 
zugeordneten Kontaktflachen. Im fertigen Zustand 
ist namlich erfindungsgemSB die Ummantelung im 
eigentlichen Arbeitsbereich der Sicherung entfernt, 
so da/5 lediglich der Kerndraht zur Beeinflussung 
der Charakteristik zur Verfugung steht. Neben den 
geschilderten Vorteilen des garantierten, zuverlas- 
sigen KontaktOberganges jeweils von der Kontakt- 
flache zu dem Schmelzleiter und vom Schmelzlei- 
ter zu der weiteren KontaktflSche ist noch ein wei- 
terer besonderer Vorteil dieser Losung zu erwah- 
nen: 

Da das Material der Ummantelung relativ frei 
gewahlt werden kann - es ist auf das Schmelzver- 
halten Oder die Legierungsbildung mit dem Kern- 
draht kein Augenmerk zu richten - kommt eine 
Auswahl nach der Schwei/3barkeit bzw. nach der 
Befestigungsmoglichkeit durch Bonden in Frage; 
insbesondere kann eine Abstimmung zu dem 
Grundmaterial der Kontaktflache vorgenommen 
werden oder zu einer Plattierung, die zu diesem 
Zweck auf das Grundmaterial der Kontaktflachen 
aufgebracht worden ist. Da das Bonden eine Art 
KaltpreBschwei/ten mit kleinen Reibwegen ist, kon- 
nen fOr dieses Verfahren geeignete Materialien auf- 
gebracht werden. Sehr gut eignet sich z.B. Silber, 
das als Ummantelung eines Golddrahtes eingesetzt 
werden kann, wobei das spatere Entfernen durch 
Salpetersaure vorgenommen wird. 

Insbesondere ist jedoch das Augenmerk auf 
preiswertere Ummantelungen gerichtet, z.B. auf 
Ummantelungen aus Aluminiumlegierungen. Hier 
ist in erster Linie eine Aluminium-Siliziumlegierung 
mit einem Gehalt von 1% Silizium zu erwShnen, 
die sehr gut zum Bonden geeignet ist, Au/terdem 
verfUgt sie Ober eine ausreichende Korrosionsbe- 
standigkeit infolge der sich selbsttatig ausbilden- 
den Oxidschicht. Aluminium und seine Legierung 
konnen in Natronlauge sehr leicht entfernt werden, 
die andererseits Kupfer oder Silber nicht angreift. 

Wenn bei dem Atzvorgang auch die Plattierung 
auCerhalb der Schutzabdeckung z.B. in Form eines 
Harzes weggeatzt wird, so ist dieser Vorgang ohne 
Bedeutung. Infolge der Schutzabdeckung durch 
das Harz vor dem Aufbringen des Atzmittels bleibt 
eine genOgend gro/te "Insel" unveranderter Materi- 
alkonfiguration erhalten, die in jedem Fall ausreicht, 
urn stabile und zuverlassige Leitbedingungen auf- 
rechtzuerhalten. Dabei genugen Flachen von 1 bis 
3 mm 2 . 

Rein theoretisch kann die Schutzabdeckung 
beispielsweise in Form eines Harzes nach dem 
Atzvorgang entfernt werden. Da es jedoch die 
Funktion der Sicherung in der Regel nicht beein- 
trSchtigt, kann es ohne weiteres im Bereich der 
Verbindung zwischen dem Schmelzdraht und den 
Kontaktflachen verbleiben; im Gegenteil verhindert 


es starke Deformationen im Bereich der FUgestel- 
len, so da/3 der Verbleib sogar noch nutzlich ist. 

Die heute gebrauchlichen Gerate fOr das Auf- 
bonden von Schmelzleitern auf Kontaktflachen sind 

5 einstellungsempfindlich, was die Dicke des zu ver- 
arbeitenden Schmelzdrahtes betrifft Bei Abwei- 
chungen von z.B. mehr als 10 urn in der Dicke 
eines zu verarbeitenden Drahtes mu/J eine entspre- 
chende Vorrichtung neu eingestellt, also umgeru- 

w stet werden. Hier bietet die Erfindung erhebliche 
Vorteile: Da es unter elektrischen Gesichtspunkten 
auf die Ummantelung und damit auf ihre Dicke 
nicht ankommt, sondern diese ausschliefllich unter 
Gesichtspunkten der einfachen Verbindung ausge- 

75 wahlt wird, kann fur die unterschiedlichsten Siche- 
rungen und damit fur Kerndrahte unterschiedlicher 
Dicke jeweils eine gleichbleibende Dicke der Umm- 
antelung gewahlt werden. Im Ergebnis kann die 
Vorrichtung zum Bonden, ohne verstellt werden zu 

20 mussen, fur alle Sicherungstypen, die nacheinan- 
der gefertigt werden, weiterarbeiten, selbst wenn 
z.B. die Dicke der Ummantelung zwischen dem 
Faktor 10 und dem Faktor 0,05 bezogen auf die 
Dicke des Kerndrahtes schwankt. 

25 Es wurde eingangs bereits erwahnt, da/3 ge- 
bondete oder geschwei/Jte Schmelzdrahte in Ver- 
bindung mit Sicherungen von Bedeutung sind, die 
zur Bestuckung einer Leiterplatte in SMD-Technik 
vorgesehen sind. Der Grund fur die Bevorzugung 

30 einer gebondeten oder geschweiflten Verbindung 
liegt in der Notwendigkeit.bei dieser Befestigungs- 
technik das entsprechende elektronische oder elek- 
trische Bauteil auf Weichlottemperatur erwarmen 
zu mussen. Eine weitere Bedingung ist die Bereit- 

35 stellung von unter dem Bauteil liegenden oder an 
den Seitenkanten liegenden Anlotflachen, die ent- 
weder fOr das sogenannte Ref low- Verfahren unter 
Verwendung von Lotpasten oder fur eine Schwall- 
badlotung vorgesehen sind. Zur Vervolkommnung 

40 einer elektrischen Sicherung gemafi der Erfindung 
wird in Weiterbildung vorgeschlagen, da/J die Kon- 
taktflachen auf einem Substrat, insbesondere ei- 
nem Keramiksubstrat aufgebracht sind, daJ3 auf der 
den Kontaktflachen abgewandten Seite des Sub- 

45 strates elektrisch leitende Anlotflachen angebracht 
sind, und da/3 zwischen einer Kontaktflache und 
der zugeordneten Anlotflache eine Durchkontaktie- 
rung vorgesehen ist. Eine derartige Sicherung eig- 
net sich insbesondere fOr das Reflow-Verfahren. 

50 Statt der Anlotflache mit Durchkontaktierung 
kann auch jeweils eine Kantenmetallisierung vor- 
handen sein, die dann zu der jeweiligen Kontaktfla- 
che ine elektrisch leitende Verbindung haben 
mufl. Derartige Kantenmetallisierungen werden als 

55 Pasten aufgetragen und anschlieJ3end bei 500* bis 
800* C eingebrannt. Je nach Art der Aufbringung 
der Kontaktflachen kann die Kantenmetallisierung 
zusammen mit den Kontaktflachen aufgebracht 
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werden. Dazu wird bei der Massenherstellung ent- 
weder ein Substratstreifen in der Breite der spate- 
ren Sicherungslange beidseitig mit einer Kanten- 
metallisierung und mit zwei sich gegenUberliegen- 
den Kontaktflachen versehen, der dann nach der 
Komplettierung in einzelne Sicherungen aufgeteilt 
wird, oder bei flachiger Anordnung von Sicherungs- 
substraten im Nutzen wird die Nahtstelle zwischen 
zwei Einzelsicherungen mit einem Loch oder mit 
einem Langloch versehen, das die Kantenmetalli- 
sierung nach Art einer Durchkontaktierung erhSlt. 
Nach dem Auftrennen eines Nutzens in einzelne 
Sicherungen bzw. Sicherungssubstrate steht im 
Bereich der Locher eine Kantenmetallisierung zur 
Verfugung, die fGr eine Schwallbadiotung vollkom- 
men ausreicht. Die Anordnung von Lochern oder 
Langlochern im Bereich der Trennlinie zwischen 
zwei Einzelsicherungen eines Nutzens bringt den 
Vorteil mit sich, dafi an dieser Stelle eine Soll- 
bruchstelle entsteht, die jeweils das Aufteilen in 
Einzelsicherungen an dieser Stelle erleichtert. 

Besonders geeignet als Substrat fur eine Si- 
cherung gemafl der Erfindung ist ein Keramikmate- 
rial, das trotz feiner Struktur eine gewisse Rauhig- 
keit der Oberflache aufweist. Es hat sich uberra- 
schend herausgestellt, dafl ein derartiges Substrat 
ein hervorragender Haftgrund ist fUr eine thermisch 
aufgeschwei/tte Kunststoffhaube, die zum Schutz 
des Schmelzleiters aufgebracht werden kann. Es 
eignen sich dazu thermoplastische Kunststoffe, die 
den kurzen WarmestoiS beim Reflow-Verfahren 
oder bei einer Schwallbadiotung ohne Schaden 
Uberstehen. Derartige KunststoffgehSuse sind in 
ublicher Weise mit V-formigen oder halbkreisformi- 
gen Anschweifirippen versehen, die unter Warme- 
einwirkung gegen das Substrat gedrUckt werden, 
stark verformt werden und eine allseits gasdichte 
Abdichtung bilden. 

Bei der Fertigung im Nutzen kann selbstver- 
standlich das Aufbringen der Kunststoffhauben 
ebenfalls im Nutzen erfolgen, wobei die Trennung 
der einzelnen Hauben spSter zusammen mit der 
Aufteilung in die Einzelsicherungen erfolgt. Dazu 
sind die Kunststoffhauben mit kleinen Stegen oder 
entlang von Sollbruchstellen miteinander verbun- 
den. Im Ubrigen beansprucht die Erfindung auch 
Schutz fUr entsprechende Herstellungsverfahren 
mit seinen Varianten, und in diesem Zusammen- 
hang wird auf die Anspruche 12 bis 16 verwiesen. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung, die in der Zeichnung dargestellt sind, 
naher erlautert; in der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht durch eine 
Sicherung gemafl der Erfindung fOr 
eine SMD-BestOckung, 
Fig. 2 eine Querschnittsansicht im Ausschnitt 
des Schmelzleiterber ichs der Siche- 
rung gemSfl der Figur 1 oder einer 


anderen Sicherung, 
Fig. 3 eine Querschnittsansicht durch die ei- 
gentliche FUgestelle zwischen einem 
Schmelzdraht und einer KontaktflSche, 

5 Fig. 4 eine Querschnittsansicht gemafl der 
Figur 1 eines weiteren Ausfuhrungs- 
beispiels der Erfindung, 
Fig. 5 eine Querschnittsansicht gemafl der 
Figur 1 eines dritten Ausfuhrungsbei- 

10 spiels der Erfindung und 

Fig. 6 eine Draufsicht auf einen Nutzen von 
Einzelsubstraten vor der Aufteilung. 
In der Figur 1 ist eine elektrische Sicherung 
gema/J der Erfindung zu erkennen, die aus Grun- 

75 den der besseren Deutlichkeit wesentlich grower 
als in Wirklichkeit wiedergegeben ist. Sie besteht 
aus einem Grundkorper 1 aus Kunststoff, Ober den 
mit Hilfe von entsprechenden Stiften nach Fertig- 
stellung der Sicherung ein Deckel 2 gestdlpt ist. Zu 

20 beiden Seiten des Grundkorpers 1 sind jeweils 
Kontakte 3 U-formig urn den Grundkorper herum- 
gebogen, die unterhalb des Deckels 2 sich gegen- 
Oberliegende Kontaktflachen 4 bilden. Zwischen 
diesen KontaktflSchen ist ein Schmelzleiter 5 ge- 

25 spannt, der erfindungsgemaB befestigt ist. Fur die 
Vorbefestigung der Sicherung auf einer Platine 
oder einem Substrat befindet sich auf der Au/ten- 
seite des Grundkorpers 1 zwischen den Kontakten 
3 eine Klebeflache 6. 

30 In der Figur 2 sind nahere Einzelheiten der 

Verbindung des Schmelzleiters 5 an den Kontakt- 
flachen 4 zu erkennen. Im Bereich der Fugestellen 
ist eine Plattierung 7 vorgesehen, die auf das Mate- 
rial einer Ummantelung 9 (Fig. 3) abgestimmt ist, 

35 insbesondere aus demselben Material wie die 
Ummantelung 9 bestehen kann. Ein Ausschnitt der 
einen Verbindungsstelle ist wiederum mit deutlicher 
Vergro/terung in der Figur 3 wiedergegeben, die 
nachfolgend genauer beschrieben wird. 

40 Zunachst werden die beiden Kontakte 3, die 
mit Hilfe von nicht dargestellten Fremdmitteln oder 
durch eine spSter zu entfernende BrOcke in ihrer 
spateren Funktionslage gehalten werden, mit einer 
Plattierung 7 beispielsweise aus Aluminium verse- 

45 hen. Anschlie/tend wird der Schmelzleiter 5 durch 
SchweijSen oder Bonden aufgebracht, wobei im 
vorliegenden Fall die Verbindung durch Bonden 
hergestellt worden ist. Dabei wird der ummantelte 
Schmelzleiter im Bereich der Verbindungsstellen 

so leicht gequetscht, so dafl jungfrauliches Material 
aus der Ummantelung und aus der Plattierung zu- 
einanderfinden und sich nach Art einer Kaltprefl- 
schwei/3ung verbinden. Der verformte Bereich 10 
ist deutlich in der Figur 3 zu erkennen. 

55 Es sei davon ausgegangen, da/3 der Kerndraht 
des Schmelzleiters aus Silber und die Ummante- 
lung 9 aus Aluminium besteht. Es ist dann im 
verformten Bereich 10 eine Verbindung zwischen 
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dem Aluminium der Ummantelung und der Plattie- 
rung 7 zustande gekommen. Die ebenfalls starke 
Verformung des Kerndrahtes innerhalb des ver- 
formten Bereiches 10 ist ebenfalls deutlich zu er- 
kennen; sie ist jedoch ohne negative Wirkung. 

Nach dem Bonden des Schmelzdrahtes 5 auf 
die Plattierung wird auf die Verbindungsstelle ein 
Tropfen Epoxyharz 8, Silikon oder Lack aufgege- 
ben, der gegeniiber Natronlauge resistent ist. Nach 
der Fertigstellung der Verbindung am anderen 
Ende des Schmelzdrahtes 5 wird die so vorgefer- 
tigte Sicherung in ein Atzbad aus Natronlauge ge- 
geben. Die Atzwirkung hat zur Folge, dafi das 
Aluminium sowohl der Ummantelung 9 als auch 
der Plattierung 7 au/terhalb der Abdeckbereiche 
entfernt wird. Die Unteratzungen sind in der Figur 3 
deutlich zu erkennen. 

Nachdem uber Versuche festgestellt worden 
ist, wann die komplette Wegatzung der Ummante- 
lung 9 au/terhalb des Abdeckbereiches durch das 
Abdeckmaterial 8 abgeschlossen ist - eine noch 
nicht ganz entfernte Plattierung 7 ist unerheblich - 
wird mit einem Stcherheitszuschlag von beispiels- 
weise 10% eine bestimmte Atzdauer festgelegt. 
Danach wird die Sicherung gewaschen, und die 
beiden Kontakte 3 werden auf den Grundkorper 1 
aufgebracht, wobei bis dahin vorhandene BrOcken 
zwischen beiden Kontakten endgultig entfernt wer- 
den. Schliefllich wird ein Deckel 2 (Figur 1) aufge- 
setzt, und damit ist die Sicherung gebrauchsfertig. 

Aus der Figur 3 ist deutlich zu erkennen, dafl 
im Bereich der Verbindung zwischen der Umman- 
telung 9 und der Plattierung 7 ein sehr groj3er 
Flachenbereich zur Verfugung stent, urn die elektri- 
sche Leitung zwischen dem Kontakt 3 und dem 
Schmelzleiter 5 zu bewirken. Die gro/te Flache 
setzt sich in der Ummantelung bis annahernd an 
den Rand der Schutzabdeckung fort, an der ein 
weicher Obergang auf den nun nackten Kerndraht 
vorhanden ist. Selbst wenn also im verformten Be- 
reich 10 Oder unmittelbar daneben Risse oder Mi- 
krorisse aufgetreten sind, bleiben sie ohne Auswir- 
kung. Selbst wenn namlich an dieser Stelle eine 
Durchtrennung des Kerndrahtes vorhanden ware, 
wurde die Ummantelung 9 die elektrische Leitung 
bis zum Obergang auf den nackten Kerndraht be- 
sorgen, so daG keine Gefahr eines Ausfalls der 
Sicherung durch eine BeschSdigung im Verbin- 
dungsbereich zu befurchten ist. Falls durch die 
erlauterten Belastungen durch Ein- und Ausschal- 
ten der Sicherung oder durch Alterung sich zusStz- 
lich Risse bilden oder Mikrorisse wachsen, bleiben 
sie auf die Ummantelung beschrSnkt, da am Ober- 
gang zum Kerndraht eine andere Kristallstruktur 
auftritt, die eine Sperr fOr das Weiterwachsen von 
Mikrorissen bildet. 

In der Figur 4 ist ein weiteres Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung fOr eine Sich rung wiedergege- 


ben, die fUr die BestOckung in SMD-Technik vorge- 
sehen ist. Wie in Verbindung mit dem vorangehend 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel bereits erlau- 
tert, ist der Grundkorper 1 mit zwei KontaktflSchen 

5 4 versehen, zwischen denen in der erlauterten Wei- 
se der Schmelzleiter 5 das elektrische Bindeglied 
bildet. Unterhalb jeder Kontaktflache 4, also auf der 
der Leiterplatte 12 zugewandten Seite des Grund- 
korpers 1 befindet sich jeweils eine Anlotflache 13, 

;o zu der mit Hilfe einer Durchkontaktierung 14 ein 
elektrischer Kontakt zu den KontaktflSchen besteht. 
Eine derartige Sicherung eignet sich insbesondere 
fOr das Reflow-Verfahren, bei der das elektrische 
Bauteil in aufgetupfte oder aufgedruckte Lotpaste 

75 gelegt und anschlie/tend zusammen mit der Leiter- 
platte erwarmt wird. In der Figur 4 ist uberschussi- 
ges Lot 15 seitlich des Grundkorpers 1 dargestellt 
Der Deckel 2 bzw. ein Kunststoffgehause ist 
direkt auf den aus Keramik bestehenden Grundkor- 

20 per aufgesetzt und thermisch verschwei/Jt. Es hat 
sich Oberraschend herausgestellt, da/3 zwischen 
dem Deckel 2 und dem Keramiksubstrat bei einem 
thermoplastischen Material eine sehr innige, gut 
haftende Verbindung entsteht. Selbstverstandlich 

25 kann der Deckel 2 auch angeklebt werden, sofern 
der Kleber die Temperaturbelastung des Reflow- 
Lotvorganges aushalt. 

In der Figur 5 ist ein weiteres AusfUhrungsbei- 
spiel einer Sicherung gemafl der Erfindung wieder- 

30 gegeben, das sich von dem vorangehend beschrie- 
benen insbesondere dadurch unterscheidet, da/3 
keine Anlotflachen auf der Unterseite des als 
Grundkorper 1 dienenden Substrates vorhanden 
sind, sondern metallisierte Kanten 16. Die Untersei- 

35 te des GrundkSrpers 1 steht also fur eine Klebung 
mit der darunterliegenden Leiterplatte 12 zur Verfu- 
gung, so da/3 dieses AusfUhrungsbeispiel insbeson- 
dere fur ein Schwallbadlotung geeignet ist. 

Die metallisierten Kanten 16 konnen in der 

40 unterschiedlichsten Weise hervorgebracht werden. 
Die Qbliche Art ist das Auftragen einer Paste, die 
dann anschlie/tend bei ca. 500 * bis 800 ° C einge- 
brannt wird. Eine besonders wirtschaftliche Ferti- 
gung ergibt sich dann, wenn ein Streifen in der 

45 Breite des Grundkorpers an beiden Seiten uber 
seine gesamte Lange mit einer metallisierten Kante 
16 versehen wird und anschlie/3end die Schmelz- 
dra'hte fUr alle Einzelsicherungen des Streifens bei- 
spielsweise durch Bonden aufgebracht werden. An- 

50 schlie/Jend wird der Deckel beispielsweise durch 
thermisches Schweijten aufgesetzt, und der Strei- 
fen wird daraufhin zur Hervorbringung der Einzelsi- 
cherungen aufgeteilt. 

Eine andere Art der Kantenmetallisierung kann 

55 mit Hilfe von Lochern 17 (Figur 6) hervorgebracht 
werden, wenn zum Beispiel im Nutzen gearbeitet 
wird und die Einz Isicherungen nicht nur ub rein- 
ander sondern auch nebeneinander angeordnet 
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sind. Zwischen jeder Einzelsicherung werden dann 
zum Beispiel drei Locher 17 Oder abweichend da- 
von wird ein Langloch in der Lange der drei Locher 
17 in das Substrat, also den Grundkorper 1 einge- 
bracht und in Gblicher Weise "durchkontaktiert", 5 
obwohl auf der Unterseite des Grundkorpers 1 
nicht unbedingt ein Leiter vorhanden sein muJS. Mit 
Hilfe dieser "Durchkontaktierung" entstehen an drei 
Stellen bzw. uber eine gewissen Bereich der Sei- 
tenkante metallisierte Abschnitte bzw. ein metalli- w 
sierter Abschnitt, der als Anlotmoglichkeit insbe- 
sondere in Verbindung mit einer Schwallbadlotung 
vollkommen ausreicht. Dieselben Locher 17 bzw. 
dasselbe Langloch dient spater zur Definition einer 
Sollbruchstelle, wenn die Aufteilung des Nutzens in 75 
einzelne Sicherungen vorgenommen wird. 

In der Figur 6 markieren die vertikalen und 
horizontalen Linien jeweils Sollbruchstellen bzw. 
spatere Trennlinien, entlang derer in annahernd 
jedem Verfahrensstadium die Aufteilung erfolgen 20 
kann. Besonders zweckmaflig ist die Fertigstellung 
jeder Einzelsicherung im Nutzen einschliefllich des 
Aufbringens der Deckel 2, urn dann erst die Auftei- 
lung vorzunehmen. In dieser Weise kann eine Au- 
tomatisierung besonders nutzbringend Verwendung 25 
finden. 

In der Figur 6 ist zwischen den erkennbaren 
Flachen des Grundkorpers 1 und jeder Sollbruch- 
stelle in Form der drei Locher 17 jeweils ein weite- 
res Loch zu erkennen, das in Verbindung mit einer 30 
Durchkontaktierung 14 (Figur 4) genutzt werden 
kann. Dasselbe Substrat als Grundkorper 1 kann 
also zu einer Sicherung gemSfl dem AusfUhrungs- 
beispiel der Fig. 4 oder gema/3 dem Ausfuhrungs- 
beispiel der Figur 5 herangezogen werden, wobei 35 
im letzteren Fall die Durchkontaktierung ins Leere 
geht bzw. nicht planmaflig fUr die Kontaktierung zu 
den Bahnen der Leiterplatte 12 eingesetzt wird. Es 
sei noch darauf hingewiesen, da/3 selbstverstand- 
lich eine metallisierte Kante 16 auch zur Durchkon- 40 
taktierung einer darunterliegenden Anlotflache 13 
eingesetzt werden kann anstelle oder zusStzlich zu 
einer Durchkontaktierung 14. Es kommt lediglich 
darauf an, da/3 die spatere Einzelsicherung kontakt- 
sicher auf der zugeordneten Leiterplatte 12 aufge- 45 
IStet werden kann. 

Patentansprliche 

1. Elektrische Sicherung mit zwei gegebenenfalls 50 
plattierten Kontaktflachen (4) als Zuleitungen 
und einem auf die Kontaktflachen (4) aufge- 
schweifiten oder aufgebondeten Schmelzdraht 
(5), dadurch gekennzeichnet, datf der 
Schmelzdraht (5) im Schwei/J- oder Bondbe- 55 
reich Uber die eigentliche Kontaktzone hinaus 
mit einer Ummantelung (9) versehen ist. 


2. Elektrische Sicherung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, da/3 der Schwei/3- 
oder Bondbereich von einem Schutzharz (8) 
uberdeckt ist. 

3. Elektrische Sicherung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da£ das Material 
der Ummantelung (9) dem Grundmaterial bzw. 
der Plattierung (7) der Kontaktflachen (4) ent- 
spricht. 

4. Elektrische Sicherung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da/3 die 
Kontaktflachen (4) auf einem Substrat, insbe- 
sondere auf einem Keramiksubstrat aufge- 
bracht sind, insbesondere aufgedruckt sind, 
da/3 auf der den Kontaktflachen (4) abgewand- 
ten Seite des Substrates elektrisch leitende 
Anlotflachen aufgebracht, insbesondere aufge- 
druckt sind, und da/3 zwischen einer Kontaktfla- 
che (4) und der zugeordneten Anlotflache eine 
Durchkontaktierung vorgesehen ist. 

5. Elektrische Sicherung nach einem der AnsprU- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da/3 die 
Kontaktflachen (4) auf einem Substrat, insbe- 
sondere auf einem Keramiksubstrat, aufge- 
bracht sind, insbesondere aufgedruckt sind, 
und da/3 zumindest bereichsweise die seitli- 
chen Kanten des Substrates metallisiert sind. 

6. Elektrische Sicherung nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 der Schmelz- 
draht (5) von einer Kunststoffhaube abgedeckt 
ist, die direkt thermisch auf das Substrat auf- 
geschweiflt ist. 

7. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Si- 
cherung nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, da/3 nach 
dem Anschwei/ten bzw. Bonden des auf seiner 
gesamten Lange ummantelten Schmelzleiters 
(5) auf die Kontaktflachen (4) der Schweifl- 
oder Bondbereich mit einer atzfesten Schutz- 
abdeckung (8) versehen wird und anschlie/3end 
die Ummantelung (9) in den Bereichen au/ter- 
halb der Schutzabdeckung weggeatzt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 als Schutzabdeckung (8) ein 
Epoxyharz verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 als Ummantelung (9) 
und Plattierung (7) Aluminium gewahlt wird 
und als Atzmittel Natronlauge eingesetzt wird. 
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10. Verfahren nach einem der AnsprUche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die Starke des 
ummantelten Schmelzleiters (5) bei Kerndrah- 
ten unterschiedlicher Dicke konstant gehalten 
wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Kontaktfla- 
chen (4) auf einem Substrat aufgebracht wer- 
den, ein mehrere Kontaktflachenpaare enthalt- 
endes Substrat mit einem endlosen Schmelz- 
leiter (5) Oder mit einer Mehrzahl von Schmelz- 
leitern versehen wird und nach dem Atzvor- 
gang das Substrat in einzelne Sicherungen 
aufgeteilt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 an der Trennstelle zweier 
Einzelsubstrate mindestens ein metaliisiertes 
Loch (17) oder ein Langloch zur Kantenmetalli- 
sierung und als Sollbruchstelle angebracht 
wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Kontaktflachenpaare 
auf der einen Seite eines Substrates aufge- 
bracht werden, da/3 auf der abgewandten Seite 
ein Anlotflachenpaar aufgebracht wird und die 
einander zugeordneten Kontakt-und AnlStflS- 
chen durchkontaktiert werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 ein Substratstreifen mit ne- 
beneinanderliegenden Kontaktflachenpaaren 
versehen wird, und da/3 die Langskanten in 
elektrisch leitender Verbindung mit den Kon- 
taktflachen vor dem Aufbonden des Schmelz- 
leiters metal lisiert werden. 

15. Verfahren nach einem der AnsprUche 7 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 jeder Schmelz- 
leiter mit Hilfe einer Kunststoffhaube abge- 
deckt wird, die direkt auf das Substrat ther- 
misch aufgeschwei/Jt wird. 

16. Verfahren nach einem der AnsprUche 12 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Kunst- 
stoffhauben in derselben Anzahl wie die Ein- 
zelsubstrate und in deren Konfiguration anein- 
anderhangend aufgebracht und anschlieflend 
bei der Aufteilung in die Einzelsubstrate mit 
aufgeteilt werden. 

Claims 

1. Electrical fuse comprising two, if applicable 
plated, contact surfaces (4) as conductors and 
a fusible conductor (5) welded or bonded onto 


the contact surfaces, characterized in that the 
fusible conductor (5) is provided with a coating 
(9) in excess of th very contact zone within 
the welding or bonding area. 

5 

2. Electrical fuse according to claim 1, character- 
ized in that the welding or bonding area is 
covered by a protective resin (8). 

io 3. Electrical fuse according to claim 1 or 2, char- 
acterized in that the material of the coating (9) 
corresponds to the basic material respectively 
the plating (7) of the contact surfaces (4). 

15 4. Electrical fuse according to one of the claims 1 
to 3, characterized in that the contact surfaces 
(4) are applied to a substrate, especially to a 
ceramic substrate, especially printed, that on 
the side of the substrate away from the contact 

20 surfaces (4) electrical conductive soldering sur- 

face are applied, especially printed, and that 
there is an interlayer-connection between one 
contact surface (4) and the respective solder- 
ing surface. 

25 

5. Electrical fuse according to one of claims 1 to 
3, characterized in that the contact surfaces (4) 
are applied to a substrate, especially to a 
ceramic substrate, especially printed, and that 

30 at least in certain areas the lateral edges of the 

substrate are metallised. 

6. Electrical fuse according to claim 4 or 5, char- 
acterized in that the fusible conductor (5) is 

35 covered by a plastic cover which is directly 

thermally welded onto the substrate. 

7. Method for producing an electrical fuse ac- 
cording to one of the preceeding claims, char- 

40 acterized in that after welding respectively 

bonding of the fusible conductor (5), being 
coated along its entire length, onto the contact 
surfaces (4), the welding or bonding area is 
provided with an etch-proof protective cover 

45 (8) and afterwards the coating (9) is etched 

away in the areas outside the protective cover. 

8. Method according to claim 7, characterized in 
that an epoxy resin is used for the protective 

50 cover (8). 

9. Method according to claim 7 or 8, character- 
ized in that aluminium is used for the coating 
(9) and the plating (7) and that soda lye is 

55 used as an etching means. 

10. Method according to one of claims 7 to 9, 
characterized in that the thickness of the coat- 
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ed fusible conductor (5) is kept constant with 
core wires of varying thickness. 

11. Method according to one of claims 7 to 10, 
characterized in that the contact surfaces (4) 
are applied to a substrate, that a substrate 
containing several pairs of contact surfaces, is 
provided with an endless fusible conductor (5) 
or with a multitude of fusible conductors and 
that the substrate is divided into single fuses 
after etching. 

12. Method according to claim 11, characterized in 
that there is provided at least one metallised 
hole (17) or an oblong hole for edge metal- 
lising and as a preset breaking point at the 
separation position of two single substrates. 

13. Method according to claim 11, characterized in 
that the pairs of contact surfaces are applied to 
one side of the substrate, that a pair of solder- 
ing surfaces is applied to the other side and 
that the respective contact and soldering sur- 
faces are contacted interlayer style. 

14. Method according to claim 11, characterized in 
that a substrate strip is provided with pairs of 
contact surfaces one beside the other and that 
the longitudinal edges are metallised in elec- 
trical conductive connection with the contact 
surfaces before the bonding down of the fus- 
ible conductor. 

15. Method according one of claims 7 to 14, char- 
acterized in that each fusible conductor is cov- 
ered with the aid of a plastic cap which is 
thermally welded directly onto the substrate. 

16. Method according to one of claims 12 to 15, 
characterized in that the plastic caps are ap- 
plied as a unitary structure in the same num- 
ber as the single substrates and in their con- 
figuration and afterwards, during the separation 
into the single substrates, are co-divided. 

Revendications 

1. Fusible Electrique comportant deux surfaces 
de contact (4) Eventuellement plaquees, consti- 
tuant des conducteurs d'alimentation, et un fil 
fusible (5) soudE ou collE aux surfaces de 
contact (4), caractErisE en ce que le fil fusible 
(5) est pourvu d'une gaine (9) dans la zone de 
soudage ou de collage, jusqu'au-dela de la 
zone de contact proprement dite. 

2. Fusible electrique suivant la revendication 1, 
caractErisE en ce que la zone de soudage ou 


de collage est recouverte par une rEsine d 
protection (8). 

3. Fusible Electrique suivant la revendication 1 ou 
5 2, caractErisE en ce que le matEriau de la 

gaine (9) correspond au matEriau de base ou 
au placage (7) des surfaces de contact (4). 

4. Fusible Electrique suivant Tune des revendica- 
;o tions 1 a 3, caractErisE en ce que les surfaces 

de contact (4) sont dEposEes, notamment sont 
appliquEes par impression, sur un substrat, 
notamment sur un substrat cEramique, que 
des surfaces de brasage Electriquement 

15 conductrices sont dEposEes, notamment appli- 

quEes par impression, sur la face du substrat 
tournEe a I'opposE des surfaces de contact (4) 
et qu'il est prevu un contact traversant entre 
une surface de contact (4) et la surface de 

20 brasage associee. 

5. Fusible electrique suivant Tune des revendica- 
tions 1 a 3, caractErisE en ce que les surfaces 
de contact (4) sont dEposEes, notamment sont 

25 appliquEes par impression, sur un substrat, 

notamment un substrat cEramique, et que les 
bords latEraux du substrat sont metallises au 
moins par endroits. 

30 6. Fusible Electrique suivant la revendication 4 ou 
5, caractErisE en ce que le fil fusible (5) est 
recouvert par une enveloppe en matiere plasti- 
que, qui est soudEe thermiquement directe- 
ment sur le substrat. 

35 

7. ProcEdE pour fabriquer un fusible Electrique 
selon Tune des revendications prEcEdentes, 
caractErisE en ce qu'apr&s le soudage ou le 
collage du fil fusible (5) gainE sur toute sa 

40 longueur sur les surfaces de contact (4), on 

applique a la zone de soudage ou de collage 
un revetement de protection (8) rEsistant a la 
corrosion et qu'ensuite on Elimine par corro- 
sion la gaine (9) dans les zones situEes a 

45 TextErieur du revetement de protection. 

8. ProcEdE selon la revendication 7, caractErisE 
en ce qu'on utilise comme revetement de pro- 
tection (8) une rEsine Epoxy. 

50 

9. ProcEdE selon la revendication 7 ou 8, caractE- 
risE en ce qu'on choisit de I'aluminium pour 
former la gaine (9) et le placage (7) et qu'on 
utilise de la soude caustique comme agent 

55 corrosif. 

10. ProcEdE selon Tune des revendications 7 a 9, 
caractErisE en ce qu'on maintient constante 
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I'epaisseur du conducteur fusible gaine (5) 
dans le cas de fils centraux possedant des 
epaisseurs differentes. 

11. Proc£de* seion Tune des revendications 7 k 5 
10,caracteriseen ce qu'on depose les surfaces 

de contact (4) sur un substrat, qu'on equipe un 
substrat contenant plusieurs couples de surfa- 
ces de contact, d'un conducteur fusible sans 
fin (5) ou d f une multiplicite de conducteurs w 
fusibles et qu'apres I'opeVation de corrosion, 
on divise le substrat pour former des fusibles 
individuels. 

12. Proc£d£ selon la revendication 11, caracterise" 75 
en ce qu'a rem placement de separation de 
deux substrats individuels, on am^nage au 
moins un trou metallise (17) ou un trou allonge 
pour la metallisation des bords et en tant que 
point de rupture imposee. 20 

13. Procede selon la revendication 11, caracterise 
en ce qu'on depose les couples de surfaces 
de contact sur une surface du substrat, qu'on 
depose un couple de surfaces de brasage sur 25 
la face oppose*e et qu'on etablit un contact 
traversant entre les surfaces de contact et les 
surfaces de brasage r^ciproquement asso- 
ci6es. 

30 

14. Procede selon la revendication 11, caracterise 
en ce qu'on equipe une bande de substrat de 
couples juxtaposes de surfaces de contact et 
qu'on metallise les bords longitudinaux en eta- 
blissant une liaison 6lectriquement conductrice 35 
avec les surfaces de contact avant de coller le 
conducteur fusible. 

15. Procede selon I'une des revendications 7 a 14, 
caracterise en ce qu'on recouvre chaque 40 
conducteur fusible par une enveloppe en ma- 
tiere plastique que Ton soude thermiquement 
directement au substrat. 

16. Procede selon Tune des revendications 12 & 45 
15, caracteVise" en ce qu'on depose les enve- 
loppes en matiere plastique de maniere qu'el- 

les adherent entre elles, en un nombre corres- 
pondent au nombre des substrats individuels 
et avec la me me configuration et qu'on les 50 
divise ensuite lors de la division conduisant 
aux substrats individuels. 
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